
WEBSESSION 

Termin: 
13.05.27

Anmeldeschluss: 
11.03.27

Trends und Lösungen im Semiconductor Packaging

Zielgruppe

Unternehmen mit eigener Elektronikfertigung sowie EMS-
Dienstleister
Bei KMU: Inhaber, Geschäftsführer, technische Leiter,
Produktionsleiter in größeren Unternehmen: Prozessingenieure,
Fertigungs- und Fabrikplaner
Alle, die sich mit Design for Manufacturing (DfM) befassen

→ WEITER ZU VORTEILEN UND PREISEN

Halbleiter sind die Basis moderner Elektronik. Gleichzeitig steigen die
Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Miniaturisierung und
Zuverlässigkeit stetig. Innovative Packaging-Technologien spielen
dabei eine zentrale Rolle, um elektrische, thermische und
mechanische Anforderungen zu erfüllen. Die Websession eignet sich
für Anbieter von Materialien, Anlagen, Fertigungstechnologien
und Dienstleistungen rund um Advanced Packaging, Chiplet-
Konzepte, Wafer-Level-Packaging, Substrate, Verbindungstechnik,
Thermomanagement, Inspektions- und Testverfahren.

NUTZEN SIE DIE WEBSESSION, UM IHRE ANGEBOTE UND LÖSUNGEN EINEM RELEVANTEN
FACHPUBLIKUM VORZUSTELLEN. SO ERHÖHEN SIE IHRE SICHTBARKEIT IN DER BRANCHE UND
GENERIEREN QUALIFIZIERTE LEADS FÜR IHR UNTERNEHMEN.

Semiconductor Packaging



€

IHRE VORTEILE

Leistungen und Preis

Vortrag je Partner inkl. Fragen und Antworten
(20 Minuten)
Anmoderation des Themas, sowie des Sprechers
durch die Redaktion 
Organisation und Durchführung der Websession
inkl. Bewerbung und Akquisition der Teilnehmer
DSGVO-konforme Leads der Registrierungen im
Nachgang der Websession

PAKETPREIS

Qualifizierte Leadgenerierung
Sie erhalten die Kontaktdaten der
Teilnehmer, die sich für die 
Websession angemeldet haben,
sowie ein ausführliches Reporting.
So identifizieren Sie potenzielle
Neukunden gezielt und effizient.

Nachhaltige Wirkung
Wir übernehmen Technik und
Projektmanagement. Der On-
Demand-Webcast sorgt auch nach
der Live-Veranstaltung für zusätzliche
Reichweite und weitere Leads.

Höchste Sichtbarkeit
Durch die Bewerbung vor, während
und nach der Websession erhöhen
Sie Ihre Präsenz im Netzwerk von
Konradin Industrie und profitieren
von zusätzlicher Aufmerksamkeit
für Ihre Themen.

Weitere Optionen gegen Aufpreis:

Optional: zzgl. 1/1 Seite Advertorial in Print

Optional: zzgl. 2/1 Seite Advertorial in Print

(Preise gültig ab 01.10.2026, in €, zzgl. MwSt.)

+1.950,-

+ 3.200,-

+ 500,-

→ DATEN AN media.industrie@konradin.de

(Vorlaufzeit mindestens 6 Wochen)

VORTEILE & PREISE

3.260,–

Optional: zzgl. Aufzeichnung Ihres Einzel-Vortrages
zu Ihrer Verfügung
(Hiermit sind alle Nutzungsrechte sowie dem Verlag
möglicherweise entgehende Adressen abgegolten)

Große Reichweite
Erreichen Sie Ihre Zielgruppe
deutschlandweit und darüber
hinaus. Profitieren Sie von der
Reichweite und dem etablierten
Netzwerk von Konradin Industrie.

SIE HABEN
NOCH FRAGEN?

Sprechen Sie uns an
→ MEDIABERATUNG

→ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

mailto:media.industrie@konradin.de
https://www.konradin-service.de/pdfarchiv7/media/epp_2027-media.pdf#page=45
https://media.industrie.de/wp-content/uploads/Technische-Spezifikationen-Konradin-Industrie.pdf
https://media.industrie.de/wp-content/uploads/Technische-Spezifikationen-Konradin-Industrie.pdf
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